Copy f r the Elected Office (EO/US) 

F ^{ENT COOPERATION TREA ) 



PCT/DE99/03493 



PPT 

IMU 1 IrlUAl IUN Ur 1 He nbUUKLHPJu 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92DIS.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

HEINZ-SCHAFEr, Marion 

AMP International Enterprises Ltd. 

CH-9323 Steinach/SG 
SUISSE 


Date of mailing (day/month/year) 
04 July 2000 (04.07.00) 


Applicant's or agent's file reference 
98P4743P 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DE99/03493 


International filing date (day/month/year) 
02 November 1999 (02.11.99) 



1. The following indications appeared on record concerning: 
' " ' the applicant | | the inventor | | the agent 



| | the common representative 



Name and Address 

SIEMENS ELECTROMECHANICAL 
COMPONENTS GMBH & CO. KG 
Gustav-Heinemann-Ring 212 
D-81739 Munchen 
Germany 


State of Nationality 
DE 


State of Residence 
DE 


Telephone No. 

(089) 636 82819 


Facsimile No. 

(089) 636 81857 


Teleprinter No. 


2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

X the person X the name | X| the address X the nationality |~X] the residence 


Name and Address 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG 
AMPerestrasse 3 
CH-9323 Steinach/SG 
Switzerland 


State of Nationality 
CH 


State of Residence 
CH 


Telephone No. 

071-447 09 81/84 


Facsimile No. 
071-447 04 95 


Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary: 

Please note the new address for correspondence above. 



4. A copy of this notification has been sent to: 
| X| the receiving Office 
| | the International Searching Authority 
| X| the International Preliminary Examining Authority 



| | the designated Offices concerned 
| X| the elected Offices concerned 
| | other: 





The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

Dorothee Mulhausen 
Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/306 (March 1994) 



003390621 



PCT/DE99/03493 

P'^ENT COOPERATION TREA" ^ 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

A<»<*istant Comrnissionpr for Patpnt^ 

United States Patent and Trademark 

Office 

Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Data nf ma Hi na fHnv/mnnthA/narl 
wuiv ui iiioimiy \uo y/i i iui hi i/y ca I / 

03 July 2000 (03.07.00) 




International application No. 
PCT/DE99/03493 


Applicant's or agent's file reference 
98P4743P 


International filing date (day/month/year) 

02 November 1999 (02.1 1.99) 


Priority date {day/month/year) 

10 November 1998(10.11.98) 


Applicant 

LEEMAN, Reginald et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 
07 June 2000 (07.06.00) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | was 

□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 


34, chemin des Colombettes 


Kiwa Mpay 


121 1 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22)338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 



DE9903493 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 
< GEBIET DES PATENTWESE 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 




HIRSCH, Peter et al 








KLUNKER, SCHMITT 
Winzererstrasse 106 


EINGEGANGEN 




80797 Munchen 






ALLEMAGNE 


1 9. Jao. ?*Q] 






DR KXUNKER 






dr. schmht • nilsun • kirsch 





PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders 
98P4743P 



ders odenAnwalts * — \ r 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03493 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



18.01.2001 



WICHT1GE MITTEILUNG 



Internationales Anmeldedatum fTag/Monat/Jahr) 
02/11/1999 



Prioritatsdatum fTag/Monat/Jahr) 
10/11/1998 



Anmelder 

TYCO Electronics Logistics AG et al 



1 Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbencht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Gedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ER1NNERUNG 

Zurri Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhaib von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbencht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, soiche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prufung 

beauftragten Behdrde 

Europaisches Patentamt 

JD-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Berger, K 

Tel. +49 89 2399-2576 



5 



Formblatt PCT/lPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER^fc INTERNATIONALE ZUSA^ENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
98P4743P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03493 


Internationales Ar\rr\e\6eda\un\(Tag/Monat/Jahr) 
02/11/1999 


Prioritatsdatum fTag/Monat/Tag) 
10/11/1998 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01R1 3/646 


Anmelder 

TYCO Electronics Logistics AG et al 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaR Artikel 36 Obermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfafM insgesamt 4 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen ( und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichttich der Neuheit, der erlinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII S Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
07/06/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
18.01.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Beh6rde: 

. Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: 449 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /£^****^%S. 

/ J! 

Unqureanu. M \\ £y // 

Tel. Nr. +49 89 2399 84 1 8 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Oeckblatt) (Januar 1994) 



m 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03493 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, we/7 sie keine Anderungen enthalten,): 
Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-9 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2-2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



FormWatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VUI. Blatt 1) (Juli 1S98) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03493 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die sofche Anderungen enthalten, ist unterPunkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 

Erf inderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I-V1H, Blatt 2) (Jufi 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03493 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Sektion V: 

Die Erfindung betrifft ein elektrisches Leiterplatten-Bauteil, bei dem das Gehause des 
Bauteils durch die Lotverbindungen zwischen den an seiner Unterseite vorgesehenen 
SMD-Ldtanschlussen und diesen leiterplattenseitig zugeordneten Lotanschlussen auf 
der Leiterplatte befestigt ist. Ein derartiges Gehause ist aus dem Dokument DE-C1- 
19716139 bekannt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem Stand der Technik 
dadurch, daB das Gehause auf seiner Unterseite mehrere lotbare Bolzenstifte aufweist, 
die in ihnen auf der Leiterplatte zugeordnete durchgehende kontaktierte Bolzenldcher 
eingreifen und hierin verlotet sind. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, fur die ausreichende Befestigung von 
mit SMD-L6tanschlussen versehenen elektrischen Bauteilen auf Leiterplatten eine 
fertigungstechnisch besonders einfache weitere Losung anzugeben, die eine bessere 
Alternative zu Schrauben oder Nieten ist. 

Zwar gibt es in dem genannten Stand der Technik die, mit dem Bezugszeichen 28 
numerierten, Zentrierstifte, aber es erscheint fur den Fachmann nicht naheliegend, 
diese in lotbare Bolzenstifte umzubilden, urn die gestellte Aufgabe zu losen. 

Somit ist der Gegenstand dieses Anspruchs neu und beruht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(2) und 33(3)PCT).Folglich erfullt der jeweilige Gegenstand der 
abhangigen AnsprCiche 2 bis 9 auch die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit 
bzw. erfinderische Tatigkeit. 

AuBerdem sind die Gegenstande der Anspruche 1 bis 9 zweifellos gewerblich 
anwendbar. 

Sektion VIII: 

1 . Der in dem Anspruch 5 benutzte Ausdruck:"wesentlich groBer" ist unklar und lasst 
den Leser uber die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmal im Ungewissen. 
Dies hat zur Folge, daB die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist 
(Artikel 6 PCT). 



Formblatt PCT/BeiWatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



VERTRAG 



USER DIE INTERNATIONALE ZUSA&H1EI 
/^PDEM GEBIET DES PATENTWE^M 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artfke) 18 sowle Regein 43 und 44 PCT) 



AktenzeJchen des Anmelders Oder Anwalts 
98P4743P 


WETTERES sJehe Mlttellung Qber die Ubeimtttlung des tntematlonalen 

Recherchenbertchts (Formbiatt PCT/ISA/220) sowle, sowett 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 
PCT/DE 99/03493 


Internationales Artmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

02/11/1999 


(FrQhestes) Priorttatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

10/11/1998 


Anmelder 

SIEMENS ELECTROMECHANICAL COMPONENTS GMBH. . .et al . • 



Dteser Internationale Recherchenberlcht wurde von der IntemationaJen Recherchenbehorde ersteltt und wind dam Anmelder gemflB 
ArHkBl 16 Qbermlttelt Bne Kople wtrd dem tntematlonalen BQro Qbermtttelt 



Dleser Internationale Recherchenberlcht umfaBt tnsgesamt _3 

|X| DarQber htnaus Degt Ihm Jewells etne Kople der In dlesem Berlcht genarmten Untertagen zum Stand der Technlk bel. 



1 . Grand lap® dost Deilcfits 

a HlnslchtDch der Sprache 1st die Internationale Recherche auf der Grundlage der tntematlonalen Anmeldung In der Spraohe 
durchgefuhrt worden, In der sle etngerelcht wurde, sofem unter dlesem Punkt rrfchte anderes angegeben tet 

| | Die Internationale Recherche 1st auf der Grundlage etner bel der Behorde elngerelchten Obersetzung der tntematlonalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hlnstehtflch der In der Intematlonalen Anmeldung offenbarten Nucleoid- undfoder Aminos&tiresaquenz 1st die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokoits durchgefuhrt worden, das 
| | In der IntemattonaJen Anmeldung In SchrtfDcher Form errthalten fet 

zusammen mlt der Intematlonalen Anmeldung In compute rlesbarer Form etngerelcht worden 1st 

bel der Behorde nachtragQch In schrtfUlcher Form etngerelcht worden 1st 

bel der Behorde nachtragQch In oomputeriesbarer Form etngerelcht worden 1st 

Die Eridarung, daS das nachtrfigDch etngerelchte schrffiflche Sequenzprotokoll ntoht Qber den Offenbarungsgehatt der 
tntematlonalen Anmeldung tm Anmeldezeltpunkt htnausgeht, wurde vorgelegt 

Die Erktarung, daB die En oomputeriesbarer Form erfaBten Inlbrmatlorten dem schrtftHchen Sequenzprotokofl entsprechen, 
wurde vorgelegt 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. 

a 



| | Besttmmte AnaprOch* haben elch als nicht recherchlerbar erwfesm (stehe Feld I). 
| | Mangeinde Elnhettlichkelt der Erflndung (slehe Feld II). 



4. HlnslchtDch der BezeJchnung der Erflndung 

[X] wtrd der vom Anmelder elngerelchts Worttaut genehmlgt 
| | wurde der Worttaut von der Behorde wle folgt festgesetzt 



5. HlnslchtDch der Zusammenfassung 

fYl wtrd der vom Anmelder etngerelchte Worttaut genehmlgt 

wurde der Worttaut nach Regel 38.2b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt Der 
I I Anmelder kam der Behorde tnnerhalb etnas Monats nach dem Datum der Absendung dieses tntemationaien 

Recrterchenberfchts etne SteDungnahme vortegea 

6. Fblgende AbbOdung der Zelchnungen 1st mft der Zusammerrfassung zu veroffentDchen: Abb. Nr. _] 

[ | wle vom Anmelder vorgeschlagen Q kelne der Abb. 

[X| well der Anmelder selbst keine AbbOdung vorgeschlagen hat 
| | well cOese AbbOdung die Erflndung besser kBrtnzelchnet 



Formbiatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (JuD 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



tnlsi' iigfi onales Akteraeichefi 

P^fcE 99/03493 



A. KLASSIFIZtERUNQ DE3 ANMELDUNQSSEGEMST ANDE3 

IPK 7 H01R13/646 H01R12/16 H05K3/34 



Nach ctef trrtemaflonalen PatentttassffBcaflon (IPK) odef nach der naflonaten Ktassfflkatton und der IPK 



B. RECHERCHIEHTE QEBtETE 



Recherchterter Mlndestprtttstoff (WasamXaflonssystem und KlassflKattorraymbote ) 

IPK 7 H01R H05K 



RecherchJerte aber rtcht zum MlridestprOfstofl gehtaende VerOffentUchungen, soweit dlese unterdle recherchterten Gebtete taflen 



Wahrend der In te r nafl onaten Recherche konaufflertB elektronl8che Datenbank (Name der Datenbank und evtL verwendete Suchbegrtffe) 



a ALS WESENTUCH ANOESEHENE UNTERLAQEN 



Kategorie* Bezetehnung der VerOffenlflchiflig, soweit erfordertteh unter Angabe der tn Betracrtt kommenden TeOe 



Betr. Anapruch Nr. 



GB 2 303 258 A (HARTING ELEKTRONIK GMBH) 
12. Februar 1997 (1997-02-12) 
das ganze Dokuraent 



GB 2 176 950 A (HARWIN ENGINEERS S 
7. Januar 1987 (1987-01-07) 
Anspruch 2; AbMldung 1 

EP 0 392 549 A (AMP INC) 
17. Oktober 1990 (1990-10-17) 
AbMldung 1 

US 5 141 445 A (LITTLE PHILIP V) 
25. August 1992 (1992-08-25) 
AnsprQche 8,9 



A) 



1-7 

8 

8 

8 



-/— 



m 



Walters VerOfferrtflchungen slnd derFortsetzung von FeM C zu 
entnehmen 



ID 



Stehe Anhang PatentfamOe 



* Besondere Kategorten von angegabenen VerMTentSchungen 
"A" VerWTentllchung, die den allgemekten Stand derTecrmDccfetatert, 
aber nicht als besondere bedeutsam anzueehen tst 

*E* fifteres Dokument das Jedoch erst am Oder nachdem IrtfsmaltonaJen 
Anmehtedatum verftffantgcht worden 1st 

V VerWTentlfchung, dJe geelgnet tat, elnen Pnorftatsansprucfi zwefelhaft er- 
schelnen zu lessen, Oder durch die das VeroflBntflchungad at um elner 
anderen Im Recherchenberlcht genannten VerorTerifflchung betogt warden 
sol Oder dte aus ehem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wle 
auagefQhrt) 

"O" VertfTerrtlchung, die etch au? etne mOndDche Offenbarung, 

eine Benutzung, etne AuaateOung Oder andere MaSnahmen bezteht 
"P" VerorTentflchung, ole vor dem mtemattonaJen Anmetded a tum. aber nach 



T Spacer© VerotTenblchung, die nach dem Intemattonaien ArtmeMedatum 
oder dem Prterttfltsdatum vafOftentficht worden 1st und mft der 
Anmeldung rtcht feoHkflert, sondern nur zum Veretandnb deader 
Erftndung zL^pundellegenden Prlnzipe oder der Ihr zugrundellegenden 
, Theorle angegeben to* 

"X" VerOffentnchung von beaonderer Bedeutung; de beanapruchte Erflndung 
kann altein aufgrund cfleser VerfitTentUchung rdcht aia neu oder auf 
erflndertacher TftflgKet beruhend betrachtet warden 

■Y" VerOffentOchung von beaonderer Bedeutung; de beanapruchte Erflndung 
kann nlcht ate auf erfMert&cherT&Ugket beruhend betrachtet 
warden, wem de VeroTTenachung to elner oder mehreren anderen 
VerWrentflchungen cBeaer Kategorte tn VerbMung gebracht wW und 
dlese VerbMung fur efeien Faohmann nahefegendlat 

*a a VerOtTentflchung, de MR£tod derseben Patentfamffle 1st 



Datum dee AbscHusses der fritwnsaonaJen Recherche 

16. Marz 2000 


Absendedatum dee trternaUonaJen Recherche nbedchta 

23/03/2000 


Name und Poatanscftrm der IntBrnattonaten Recherchenbehaf de 

EuropaJschee Patentamt P.a 5818 PatsnSaan 2 

NL-2280HVR9awfk 

TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt 

Fax (+31-70) 340-3016 


BevomtaotrB^Beolensteter 

Corrales, D 



Focmbt&B PCT/I8AeiO(a«B2) (JU1 1892) 



Selte 1 von 2 



INTERNAHONALER RECHERCHENBERICHT 



&(Ferts«ttung) AUS WESENTUCH ANGI 



• 
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(57) Abstract 

The invention relates to an electric component for printed 
boards, especially an HF coaxial connector. According to the 
invention, the housing (1) of the component is fixed on the printed 
board (7) by way of solder joints between the SMD soldered 
connections provided on the bottom part (6) of said housing 
and respective soldered connections on the printed circuit. Said 
housing (1) has several solderable bolts (1 1) on its bottom part (6) 
for additionally fixing the housing to the printed circuit board (7). 
Said bolts engage with the continuous contacting bolt holes (12) 
assigned to them on the circuit board (7) and are soldered in said 
bolts. 

(57) Zusammenfassung 

Elektrisches Leiterplatten-Bauteil, insbesondere 
HF-Koaxial-Steckverbinderteil t bei dem das Gehfiuse (1) des 
Bauteils durch die Lotverbindungen rwischen den an seiner 

Unterseite (6) vorgesehenen SMD-LOtanschlttssen und diesen , , 

leiterplattenseitig zugeordneten Lotanschlussen auf der Leiterplatte (7) befestigt 1st und bei dem das Gehause (1) for seine zusatzhche 
Befestigung auf der Leiterplatte (7) an seiner Unterseite (6) mehrere lotbare Bolzenstifte (1 1) aufweist, die in ihnen auf der Leiterplatte (7) 
zugeordnete durchgehende kontaktierte Bolzenlocher (12) eingreifen und hierin verlfttet sind, 
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Beschreibung 

Elektrisches Leiterplatten-Bauteil und Verfahren zur automa- 
tischen BestUckung von Leiterplatten mit solchen Bauteilen 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein elektrisches Leiterplat- 
ten-Bauteil, insbesondere HF-Koaxial-Steckverbinderteil, bei 
dem das Gehause des Bauteils durch die Lotverbindungen zwi- 
schen den an seiner Unterseite vorgesehenen SMD-Lotanschltis- 
10 sen und diesen leiterplatten-seitig zugeordneten LotanschlUs- 
sen auf der Leiterplatte befestigt ist. 

Elektrische Leiterplatten-Bauteile, insbesondere HF-Koaxial- 
Steckverbinderteile, finden bei elektrischen Obertragungs- 
15 und Verbindungseinrichtungen eine zahlreiche Verwendung. 

Grundsatzlich kommen drei verschiedene Anschlufiarten ftir die 
elektrische Verbindung zwischen den einander zugeordneten 
bauteileseitigen und leiterplattenseitigen Anschlussen zur 
Anwendung . 

20 

Bei der AnschluBart - erste AnschluBart -, wie sie beispiels- 
weise bei dem durch die Literaturstelle EP 0 582 960 Al be- 
kannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, wird von 
Prefistiften Gebrauch gemachty durch die sich ein Lotvorgang 

25 erUbrigt. Die Verwendung solcher relativ voluminosen Prefi- 

stifte setzt jedoch voraus, dafi ihre Anzahl mit RUcksicht auf 
die moglichst kleinen Abmessungen solcher Bauteile pro Bau- 
teil begrenzt ist. Erheblich begrenzt ist ihre Aiizahl pro 
Bauteil aber auch dadurch, dafi der auf zuwendende PreBdruck 

30 beim Einpressen der bauteileseitigen Prefistifte in die ihnen 
zugeordneten leiterplattenseitigen kontaktierten Anschlufilo- 
cher einen durch die Festigkeit des Bauteils bedingten Wert 
nicht Uberschreiten darf. Der auf zuwendende PreBdruck ist 
namlich der Anzahl der vorgesehenen Prefistifte proportional. 

35 Ftir eine automatische BestUckung von Leiterplatten mit sol- 
chen Bauteilen sind sehr kostenaufwendige Vorrichtungen er- 
forderlich. 
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Bei der AnschluBart - zweite AnschluBart -, wie sie bei- 
spielsweise bei dem durch die Literaturstelle EP 0 488 482 Al 
bekannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, bestehen 
5 die AnschlUsse aus Lotstiften, die aus dUnnen Drahten herge- 
stellt sind. Von solchen Lotstiften kann auch in relativ gro- 
fier Anzahl bei recht klein dimensionierten Bauteilen Gebrauch 
gemacht werden. Allerdings mtlssen solche Steckverbinderteile 
bei der Montage von Hand auf die Leiterplatte aufgesetzt wer- 

10 den, da das Einfadeln der dunnen Lotstifte in die ihnen zuge- 
ordneten leiterplattenseitigen AnschluBlocher schwierig ist. 
Nach dem Aufsetzen solcher Steckverbinderteile auf die Lei- 
terplatte erfolgt das Verloten der Lotstifte in den ihnen zu- 
geordneten leiterplattenseitgen Anschlufilochern durch 

15 SchwalllSten. 

Bei der AnschluBart - dritte AnschluBart -, wie sie bei- 
spielsweise bei dem durch die Literaturstelle DE 197 16 139 
CI bekannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, werden 

20 fur die elektrischen Verbindungen zwischen Bauteil und Lei- 
terplatte von 0berflachen-L6tanschlussen, sogenannte SMD 
(Surface Mounted Device) -Lotanschlusse, Gebrauch gemacht. Die 
Bestuckung der Leiterplatten mit SMD-L6tanschlusse aufweisen- 
den Bauteilen hat im Gegensatz zu solchen mit PreBstiften 

25 oder Lotstiften den grofien Vorteil, dafi sie sich einfach und 
schnell mit "Pick&Place"-Automaten durchfuhren lafit. Der 
Nachteil ist die geringe Festigkeit der durch diese Lotver- 
bindungen herbeigeftihrten Verankerung des Bauteils auf der 
Leiterplatte. Aus diesem Grunde mufi hier das Bauteil zusatz- 

30 lich durch Schrauben oder Nieten an der Leiterplatte befe- 
stigt werden, um zu verhindern, dafi die SMD-L5tverbindungen 
durch mitunter unvermeidbare starkere mechanischen Belastun- 
gen beschadigt werden oder sogar abreiBen. 



35 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, fUr die ausreich- 
ende Befestigung von mit SMD-L6tanschlussen versehenen elek- 
trischen Bauteilen auf Leiterplatten eine weitere Losung an- 
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zugeben, die ohne Schrauben oder Nieten auskommt und ferti- 
gungstechnisch besonders einfach ist. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung fur eine solches elek- 
trischen Leiterplatten-Bauteil dadurch gelost, daB das Gehau- 
se fur seine zusatzliche Befestigung auf der Leiterplatte an 
seiner Unterseite mehrere lotbare Bolzenstifte aufweist, die 
in ihnen auf der Leiterplatte zugeordnete durchgehende kon- 
taktierte Bolzenlocher eingreifen und hierin verlotet sind. 



Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB die Bestuk- 
kung von Leiterplatten unter Zuhilf enahme von "Pick&Place"- 
Automaten auch dann moglich ist, wenn das Bauteil lotstiftar- 
tige Verbindungselemente aufweist, die leiterplattenseitig in 
15 diesen zugeordneten durchgehenden kontaktierten Lochern ver- 
lotet werden. Voraussetzung hierbei ist nur, daB ihr Quer- 
schnitt ausreichend groB ist, daB sie von "Pick&Place"-Auto- 
aten beim Aufsetzen des Bauteils auf die Leiterplatte auch 
als Zentriermittel verwendet werden konnen. 



ZweckmaBige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentan- 
spruch 1 sind in den weiteren Patentanspruchen 2 bis 8 ange- 
geben. 

25 In Weiterbildung der Erfindung ist in den Patentanspruchen 9 
und 10 noch ein besonders zeit- und kostengUnstiges Verfahren 
fUr die automatische Bestiickung von Leiterplatten mit von der 
Erfindung Gebrauch machenden Leiterplatten-Bauteilen angege- 
ben. 



Anhand eines Ausf uhrungsbeispiels, das in der Zeichnung dar- 
gestellt ist, soil die Erfindung im folgenden noch naher be- 
schrieben werden. In der Zeichnung bedeuten 



35 



'Fig. 1 



die perspektivische Darstellung eines Ausfuhrungs- 
beispiels in Form eines HF-Winkel-Steckverbinder- 
teils, 
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Fig. 2 die schematische Darstellung der Verankerung gehau- 
seseitiger Bolzenstifte in leiterplattenseitigen 
Bolzenlochern in einer ersten AusfUhrungsf orm, 

5 

Fig. 3 die schematische Darstellung der Verankerung gehau- 
seseitiger Bolzenstifte in leiterplattenseitigen 
Bolzenlochern in einer zweiten AusfUhrungsf orm. 

10 Das in Fig. 1 dargestellte erste Ausf Uhrungsbeispiel eines 
elekt.rischen Leiterplatten-Bauteils ist ein HF-Winkelsteck- 
verbinderteil. Es entspricht in seiner Grundstruktur dem 
Steckverbinderteil, das durch die bereits in der Einleitung 
angegebene Literaturstelle DE 197 16 139 CI bekannt ist. Aus 

15 diesem Grunde dUrfte es genugen, wenn hier auf die Struktur 
der Bauform dieses ersten AusfUhrungsbeispieles nur insoweit 
eingegangen wird, als es fur das Verstandnis der Erfindung 
erforderlich ist und im iibrigen hinsichtlich naherer Details 
auf die genannte Literaturstelle verwiesen wird. 

20 

Das Gehause 1, das auch ein Metallgehause sein kann, besteht 
hier aus metallisiertem Kunststoff . Es weist auf der Gegen- 
steckerseite 2 vier Koaxialbuchsen 3 in einer Reihen-Spalten- 
anordnung auf. Die Schichtstarke der Metallisierung des Ge- 
25 hauses 1 ist dabei wenigstens gleich der Eindringtief e der 

Uber das Leiterplatten-Bauteil zu tibertragenden elektromagne- 
tischen Wellen. 

Das Gehause 1 hat Kontakt-StandfUBe 4 und 5, von denen die 
30 Kontakt-StandfUBe 4 in einer Vielzahl an der Aufienseite des 
Gehauses 1 in Nahe seiner Unterseite 6 angeordnet sind. Die 
Kontakt-StandfUBe 4 haben Standf lachen, die als verzinnbare 
SMD-L6tanschltisse ausgefUhrt sind. Die Kontakt-StandfUBe 5 
sind ebenfalls SMD-L6tanschlusse und bestehen aus den an der 
35 Unterseite 6 austretenden, parallel hierzu abgebogenen Enden 
der metallischen Innenleiter. Die Kontakt-StandfUBe 4 und 5 
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dienen der elektrischen Verbindung ihrer SMD-Lotanschltisse 
mit ihnen zugeordneten Ldtanschlussen auf der in Fig. 1 le- 
diglich schematisch in unterbrochenen Linien angegebenen Lei- 
terplatte 7 . 

5 

Die Kontakt-Standfiifie 4 sind an- der AuBenseite der Seitenwan- 
de 8 und 9 und der Riickwand 10 des Gehauses 1 in grofierer An- 
zahl vorgesehen und weisen jeweils eine kammartige Struktur 
auf. Sie haben eine stutzstegartige Formgebung und ragen mit 
10 ihren SMD-Anschltissen geringfiigig ilber die Unterseite 6 des 
Gehauses 1 hinaus. Entsprechendes gilt fur die Kontakt- 
StandfUfie 5 der Innenleiterenden. Weitere Kontakt-StandfuBe 4 
sind am Rand der Unterseite 6 auf seiten der Gegensteckersei- 
te 2 vorgesehen. 

15 

Die Anordnung der Kontakt-StandfuBe 4 und 5 an der AuBenseite 
der Seitenwande 8 und 9 und der Riickwand 10 sowie randseitig 
an der Unterseite 6 auf seiten der Gegensteckerseite 2 ist 
fttr das Anlbten ihrer SMD-Lotanschltisse auf der Leiterplatte 

20 7 von Bedeutung, weil die beim Lbtvorgang eingesetzte Umluft- 
warme so gut an die SMD-L6tanschusse herangefiihrt werden 
kann. Aufierdem kann so im Nachhinein leicht uberprilft werden, 
ob die Lotstellen einwandfrei sind. Um beim Verbinden des Ge- 
hauses 1 mit der Leiterplatte 7 fur alle SMD-L6tanschlilsse 

25 einwandfreie L5tverbindungen sicherzustellen, ist es ange- 

bracht, zwischen alien SMD-Anschlussen der Kontakt-Standfafie 
4 und 5 eine Planitatstoleranz < 0,1 mm vorzusehen. 



Die Anzahl der insgesamt vorgesehenen Kontakt-Standfafie 4, 
30 deren SMD-Lotanschliisse mit der Metallisierung des Gehauses 1 
elektrisch leitend verbunden sind, wird moglichst groli ge- 
wahlt, um nach der Herstellung der SMD-L6tverbindungen eine 
moglichst gute Befestigung des Gehauses 1 auf der Leiterplat- 
te 7 sicherzustellen. Wie die Praxis zeigt, ist die durch 
35 SMD-L6tverbindungen erreichbare GehSusebef estigung auch bei 
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einer grofieren Anzahl von SMD-L5tverbindungen jedoch genng, 
so dafi die fUr eine solche Befestigung zu fordernde mechani- 
sche Belastbarkeit nicht in ausreichendem MaBe sichergestellt 
werden kann . 

5 

Fiir eine ausreichende mechanische Befestigung des Gehauses 1 
auf der Leiterplatte 7 sind, wie Fig. 1 zeigt zwischen den 
Kontakt-StandfUBen 4 sowohl an den Aufienseiten der Seitenwan- 
de 8 und 9 und der RUckwand 10 als auch am Rand der Untersei- 

10 te 2 auf seiten der Gegensteckerseite 2 mehrere lotfahige 

Bolzenstifte 11 vorgesehen, die Uber die Kontakt-Standf ufie 4 
und 5 hinausragen und beim Aufsetzten auf die Leiterplatte 7 
in ihnen zugeordnete kontaktierte Bolzenlocher 12 in der Lei- 
terplatte 7 eingreifen, in denen sie verlotet werden. Die 

15 Bolzenstifte 11 bestehen wie das Gehause 1 aus Kunststoff . 
Sie sind wie die Kontakt-Standf Ufie 4 stiltzstegartig an die 
Gehausewandungen angeformt und metallisiert . 

Das Verloten der gehauseseitigen Bolzenstifte 11 in den lei- 
20 terplattenseitigen kontaktierten Bolzenlocher 12 kann wie 
beim Verl6ten von Lotstiften durch Schwalloten vorgenommen 
werden, bei dem die Leiterplatte 7 mit dem auf ihre Oberseite 
13 aufgesetzten Gehause 1 mit ihrer Unterseite 14 Uber ein 
Lot-Schwallbad gefUhrt wird. In diesem Falle mUssen also bei 
25 der BestUckung der Leiterplatte 7 mit einem Gehause 1 zwei 
Ldt-Arbeitsvorgange durchgefUhrt werden. 

Ein erster Lot-Arbeitsvorgang ist erforderlich fUr die Her- 
stellung der elektrischen Verbindungen zwischen den gehause- 

30 seitigen SMD-Lotanschlussen der Kontakt-Standf Ufie 4 und 5 und 
den diesen auf der Leiterplatte 7 zugeordneten LotanschlUs- 
sen. Hierbei durchlauft die Leiterplatte 7 mit dem aufgesetz- 
ten Gehause 1 einen SMD-Lotofen. Sodann mufi ein zweiter Lot- 
Arbeitsvorgang mit einem Lot-Schwallbad fUr das Verloten der 

35 gehauseseitigen Bolzenstifte 11 in den ihnen zugeordneten 
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leiterplattenseitigen kontaktierten Bolzenldchern 12 durchge- 
fiihrt werden. Das Verloten der gehauseseitigen Bolzenstifte 
11 in den ihnen zugeordneten leiterplattenseitigen kontak- 
tierten Bolzenlochern 12 kann aber auch in auiierordentlich 
vorteilhafter Weise ebenfalls nach dem SMD-L6tverf ahren 
durchgefilhrt werdeh, so dafi bei" der Bestuckung der Leiter- 
platte 7 mit einem Gehause 1 lediglich ein Lot-Arbeitsvorgang 
durchgefuhrt werden mufl. Auf diesen Sachverhalt soil im fol- 
genden noch anhand der Fig. 2 und 3 naher eingegangen werden. 



Die Fig. 2 und 3 zeigen in schematischer Darstellung den Ab- 
lauf des SMD-L5tverf ahrens . Jede der Fig. 2 und 3 zeigt ein 
auf die Leiterplatte 7 aufgesetztes Gehause 1. Jedes der Ge- 
hause 1 ist ausschliefilich mit zwei Bolzenstif ten 11 darge- 
15 stellt, von denen der eine an der linken Seitenwand 8 und er 
andere an der rechten Seitenwand 9 angeformt ist. Beide Bol- 
zenstifte 11 greifen in die ihnen zugeordneten Bolzenlocher 
12 in der Leiterplatte 7 ein. Durch die mittige senkrechte 
Unterteilung des Gehauses 1 und der Leiterplatte 7 in eine 
20 linke und eine rechte Halfte soil der SMD-Lotvorgang angedeu- 
tet werden. Hierbei ist jeweils das leiterplattenseitige kon- 
taktierte Bolzenloch 12 mit dem hierin eingreif enden gehause- 
seitigen Bolzenstift 11 bei der linken Halfte im Zustand vor 
und bei der rechten Halfte im Zustand nach dem Durchgang der 
25 Leiterplatte 7 mit dem aufgesetzten Gehause 1 durch den SMD- 
Ldtofen dargestellt. 

Bevor das Gehause 1 auf die Leiterplatte 7 aufgesetzt wird, 
mtissen alle Lotanschliisse auf der Oberseite 13 der Leiter- 

30 platte 7 mit einer Lotpastenauf lage versehen werden. Hierzu 
wird eine Lotpastenmaske verwendet. Im Bereich der Bolzenlo- 
cher 12 wird die Lotpaste 15 uber diese hinweg aufgetragen. 
Nach dem Durchlauf durch den SMD-L6tofen ist die Lotpaste, 
wie die jeweils rechte Halfte der Fig. 2 und 3 gut erkennen 

35 laftt, in den Hohlraum zwischen dem Bolzenstift 11 und der 
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kontaktierten Wandung des Bolzenlochs 12 eingef lessen, wo- 
durch der Bolzenstift 11 im Bolzenloch fest verlotet wird. 

Der Unterschied zwischen den Fig. 2 and 3 besteht lediglich 
5 in der Form der Bolzenl6cher 12. Wahrend die kontaktierte In- 
nenwandung 16 der BolzenlScher "12 in Fig. 2 senkrecht ausge- 
fiihrt ist, ist die kontaktierte Innenwandung 17 der Bolzenlo- 
cher 12 in Fig. 3 leicht konusformig gestaltet. Diese Ausfuh- 
rungsform kann mitunter sinnvoll sein, um zu verhindern, dafi 

10 beim Durchgang der Leiterplatte 7 durch den SMD-Lotofen die 
verflUssigte Lotpaste 15 teilweise nach unten von der Unter- 
seite 14 der Leiterplatte 7 abtropft. Ira allgemeinen lafit 
sich dies jedoch bei senkrecht gestaltet er Innenwandung 16 
durch eine geeignete, aufeinander abgestimmte Bemessung von 

15 Bolzenstift- und Bolzenloch-Durchmesser selbst dann unterbin- 
den, wenn sich die Bolzenstifte 11 zu ihrem freien Ende hin 
leicht konisch verjtingen. Beim in der Zeichnung dargestellten 
AusfUhrungsbeispiel wurden bei einer Dicke S der Leiterplatte 
7 von 1,6 mm folgende Abmessungen vorgesehen: 
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Bolzenlochdurchmesser D = 2,3 mm 
Bolzenstiftdurchmesser d= 1,8 mm 
Bolzenstif tlange L = 2,2 mm 
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Patent ansprilche 

1 . Elektrisches Leiterplatten-Bauteil, insbesondere HF- 
Koaxial-Steckverbinderteil, bei dem das Gehause (1) des Bau- 
teils durch die Lotverbindungen zwischen den an seiner Unter- 
seite (6) vorgesehenen SMD-L6tanschliissen und diesen leiter- 
plattenseitig zugeordneten Lotanschlussen auf der Leiterplat- 
te (7) befestigt ist, 

dadurch gekennzeichnet , daJi 

das Gehause (1) fur seine zusatzliche Befestigung auf 
der Leiterplatte (7) an seiner Unterseite (6) mehrere lotbare 
Bolzenstifte (11) aufweist, die in ihnen auf der Leiterplatte 
(7) zugeordnete durchgehende kontaktierte Bolzenlocher (12) 
eingreifen und hierin verlotet sind. 

2. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet/ dafl 

die Lotverbindungen zwischen den gehauseseitigen Bolzen- 
stiften (11) in den leiterplattenseitigen Bolzenlochern (12) 
wie SMD-Lotverbindungen ausgefiihrt sind. 

3. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daJi 

das Gehause (1) einschliefilich seiner Bolzenstifte (11) 
25 aus Kunststoff besteht und 

wenigstens die Bolzenstifte (11) mit einer lotfahigen 
Metallisierung versehen sind. 

4. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 3, 
30 dadurch gekennzeichnet, . dafi 

die metallisierten Bolzenstifte (11) auf Bezugspotential 
liegen* 

5. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
35 henden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, dafl 
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der Querschnitt der Bolzenstifte (11) wesentlich grofier 
gewahlt ist als der Querschnitt der bei solchen Bauteilen ub- 
licherweise verwendeten, aus dUnnen Drahten hergestellten 
Lotstif te . 

5 

6. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet / daB 

der Querschnitt der Bolzenstifte (11) unter Berucksich- 
tigung ihrer Anzahl und ihrer Materialbeschaf f enheit so groB 
10 gewahlt ist, daB die mechanische Belastbarkeit der Befesti- 
gung des Gehauses (1) auf der Leiterplatte (7) die hieran ge- 
stellten Anf orderungen in ausreichendem Mafie erfiillt. 

7. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
15 henden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, dafl 

die ttber die Unterseite (6) des Gehauses (1) Uberstehen- 
den Bolzenstifte (11) Ansatze darstellen, die vorzugsweise am 
unteren Rand des Gehauses (1) an den AuBenseiten seiner Sei- 
20 tenwande (8, 9) und seiner RUckwand (10) angeformt sind, 

8. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
henden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
25 die kontaktierte Innenwandung (17) der leiterplattensei- 

tigen Bolzenlocher (12) leicht konusformig gestaltet ist und 
die so gestalteten Bolzenlocher (12) hierbei ihre grofle- 

re lichte Weite auf der Seite der Leiterplatte (7) aufweisen, 

auf der die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) in die Bolzen- 
30 locher (12) eingreifen. 

9. Verfahren zur automatischen BestUckung von Leiterplatten 
mit elektrischen Leiterplatten-Bauteilen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

35 in einem ersten Schritt unter Zuhilfenahme einer Lotpa- 

stenmaske alle Lotanschliisse und alle Bolzenlocher (12) auf 
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der Leiterplatte (7) mit einer Auflage aus LStpaste (15) ver 
sehen werden, 

in einem zweiten Schritt das Gehause (1) von einem 
"Pick&Place"-Automaten aufgenommen und unter Ausnutzung der 
5 durch die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) und die leiter- 
plattenseitigen Bolzenlocher (12) gegebenen Zentriermoglich- 
keit auf die Leiterplatte (7) aufgesetzt wird und 

in einem dritten Schritt die Leiterplatte (7) mit dem 
hierauf aufgesetzten Gehause (1) einen SMD-Lotofen durch- 
10 lauft, in dem in einem Arbeitsgang die gehauseseitigen SMD- 
Lotanschltisse der Kontakt-Standf tifie (4, 5) . mit den ihnen lei 
terplattenseitig zugeordneten Lotanschlussen einerseits und 
die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) in den ihnen leiter- 
plattenseitig zugeordneten Bolzenlochern (12) andererseits 
15 fest verlotet werden. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 



Industrial applicability (I A) 



2. Citations and explanations 

The invention concerns an electric component for printed 
circuit boards in which the housing of the component is 
secured to the printed circuit board by the soldered 
joints between the solder SMD connections on its underside 
and the solder connections associated therewith on the 
printed circuit board. Document DE-C1-197 16 139 describes 
such a housing. 

The subject matter of Claim 1 differs from that prior art 
in that the housing comprises a plurality of solderable 
pins on its underside which engage with the continuous 
contacting pin holes associated with them in the printed 
circuit board and are soldered therein. 

The invention therefore seeks to solve in a particularly 
simple way the problem of securing in a sufficiently solid 
manner electric components fitted with solder SMD 
connections to printed circuit boards, and of offering a 
better alternative to screws or rivets. 

The centring pins numbered with reference sign 28 exist in 
said prior art, but it does not appear obvious to a person 
skilled in the art to redesign them as solderable pins in 

order to solve the problem addressed. 
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The subject matter of this claim is therefore novel and 
involves an inventive step (PCT Article 33(2) and (3)). 
Consequently, the subject matter of dependent Claims 2-9 
also meets the PCT requirements for novelty and inventive 
step . 

In addition, the subjects of Claims 1-9 are unquestionably 
industrially applicable. 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

1. The expression used in Claim 5, "substantially 

greater", is unclear and leaves the reader uncertain 
about the meaning of the technical feature in 
question. As a result, the definition of the subject 
matter of this claim is not clear (PCT Article 6) . 
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